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证券代码：688727 证券简称：恒坤新材

厦门恒坤新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-01

投资者关系

活动类别

特定对象调研 分析师会议

媒体采访 业绩说明会

新闻发布会 路演活动

现场参观 其他 （ ）

参与单位名

称

兴业证券、泰康资产、中邮证券、华福证券、东方证券、兴全基金、华泰证券、易

方达基金、中国银河证券、厦门益亨投资、黄石国资基金、向三创股份公司、冯源

资本、兴业基金、华能贵诚信托、厦门中略投资、广发证券、国投瑞银、长江证券、

鲁资创投、中银国际证券、申万菱信基金、申万宏源证券、国鑫创投基金。

时间 2026年 1月 7日 10:30-12:00

地点 公司会议室

上市公司接

待人员姓名

董事长兼总经理 易荣坤先生

董事兼副总经理 王廷通先生

董事会秘书 陈颖峥女士

财务总监 陈志明先生

投资者关系

活动主要内

容介绍

一、公司介绍

公司致力于集成电路领域关键材料的研发与产业化应用，是境内少数具备 12英

寸集成电路晶圆制造关键材料研发和量产能力的创新企业之一，主要从事光刻材料

和前驱体材料的研发、生产和销售。报告期内，公司已量产供货产品包括 SOC（碳

膜涂层）、ARC（抗反射涂层）、i-Line 光刻胶、KrF光刻胶等光刻材料以及 TEOS

等前驱体材料，ArF 光刻胶已通过验证并小规模销售。公司产品主要应用于先进

NAND、DRAM存储芯片与 90nm技术节点及以下逻辑芯片生产制造的光刻、薄膜

沉积等工艺环节，系集成电路晶圆制造不可或缺的关键材料。
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二、问答环节

Q：介绍公司发展历程及产品国产化进程？

A：1. 初创期（2004-2014年）：初期经营传统业务，受市场竞争影响促进公司

战略转型；

2. 转型期（2015-2019年）：战略转型初见成效，2017年公司引进光刻材料与

前驱体材料陆续通过客户验证并实现销售，销售先行提升研发信心；

3. 突破期（2020年至今）：2020年至今自研产品全面突破，同年漳州光刻材料

工厂投产；2021年大连前驱体材料工厂投产，合肥工厂已具备部分投产条件；2023

年承接多项国家专项，部分已结案，部分仍在推进中；2025年及未来将通过募投项

目实施，实现 KrF/ArF光刻胶及其他光刻材料年产 500吨的生产能力。未来，公司

要采用“自主研发+合作研发+技术引进”模式来推进上游原材料国产化。

Q：中日关系变化后，客户推动国产化的意愿是否提升？

A：客户一直在持续推进国产化，中日关系变化后意愿增强。因光刻胶替代难度

大、风险高，目前国产化率仍较低。

Q：客户群体的类型及原因？

A：公司客户群体涵盖境内多家领先 12英寸集成电路晶圆厂，以存储客户为主，

其余为逻辑芯片客户。逻辑芯片客户导入较慢，取决于重点客户的需求，随着时间

推移，客户产能扩大，后续将有序增长。

Q：公司的关键原材料树脂的采购情况以及树脂国产化难度大的原因是什么？

A：国内树脂市场国产化率已达双位数，完全国产化仍需时间。公司一方面通过

自身研发投入，目标实现国产化应用，另一方面目前通过与八亿时空合作，推进供

应链协同。其他供应商仍在测试阶段。树脂上游原材料（如单体、PAG等）国产化

也有难度，需要时间积累，未来将逐步推进完全国产化。

Q：光刻材料产线的规划？

A：公司战略规划共有两个光刻材料工厂——漳州工厂和合肥工厂。目前光刻材

料产能集中在漳州工厂，已不能满足未来客户的需求。合肥工厂占地 100亩，已完

成部分规划建设，将逐步释放产能。

Q：2025年上半年公司引进业务大幅下滑的原因？

A：出于集中全力推进国产化战略考量，自 2025年起公司终止部分引进光刻材
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料产品的合作，并通过自主研发产品的迅速推进扩大市场份额，抵消了引进业务大

幅下滑对公司业绩造成的影响。

Q：光刻材料国产替代的模式？

A：光刻材料为高度客制化产品，根据客户的需求我们提供解决方案。公司目前

产品已经超过 100多款，包括在研产品、已通过验证产品及已量供的产品。

Q：前驱体材料的规划？

A：公司目前生产的前驱体产品为硅基前驱体，已稳定批量供货。金属基前驱体

处于研发和测试阶段，尚未形成销售，募投项目已规划金属基前驱体的产能。因前

驱体为相对标准化的产品，未来具备出海的可能性。

Q：研发团队的结构以及研发投入规划？

A：通过引进人才和内部培养相结合，组成多元化的研发实力。我们将继续加大

研发投入，持续推进产品迭代，重点突破核心技术与原材料瓶颈。

Q：客户替换光刻胶产品的难度？

A：光刻胶的替换对客户产品品质良率的影响很大，将影响整个产品生态系统，

客户需要愿意投入时间测试，验证材料与工艺的适配性，直至稳定供货，时间可能

长达 3-4年。

Q: ArF放量需要多长时间？若断供，公司能否快速替代？

A: ArF放量取决于客户的需求以及我们产品的适配能力。公司 2025年上半年已

经有几十万的 ArF收入，预计 2026年将持续增长。因为产品品类众多，公司无法全

部覆盖，部分产品可替代，完全替代仍需时间。

Q: 客户是否有压价需求？公司如何应对？

A: 降本是所有企业的需求。公司将通过优化供应链、提升管理能力、推进原材

料国产化来对冲成本压力。

Q: 未来 2-3年半导体材料行业是否会比过去更好？

A: 我们看好行业前景，主要原因有三：AI 需求暴增推动客户端产能投入；国

内晶圆厂持续扩产；国产化要求强烈。这些对公司发展均有利。

Q: 公司是否会布局抛光液等其他材料？

A: 国内已有同行布局的领域，我们短期内不会进入。将集中精力推进国产化缺

口较大的产品，避免重复投入。
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Q: 公司在 2025年在手订单相比 2024年减少，如何解决？

A: 缺口系因公司舍弃部分引进业务。但我们一直在推进自研产品，后续将通过

自研产品来增加订单。

关于本次活

动是否涉及

应披露重大

信息的说明

否

附件清单 无

日期 2026年 1月 8日


